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" (57) Die Erfindung betrifft eine SMD-Induktivitat. Das Anwendungsgebiet der Erfindung ist ein induktives Bauelement
fiir das automatische Bestiicken von Leiterplatten in Oberflichenmontagetechnologie. Die Induktivitét besitzt einen
einfachen Aufbau, wird ohne Drahtwicklung und dazugehorige Kontaktelemente realisiert und kann sowohl als -
abgleichbares und nichtabgleichbares Bauelement hergestellt werden. Sie ist geeignet fir das automatische
Bestiicken von Leiterplatten. Auf einem prismatischen Spulenkdrper werden leitfahige wendeiférmige Leiterziige
erzeugt, die auf mindestens zwei Seiten oder Grundflachen in Kontaktflichen iibergehen, die in gleicher Art und
Weise wie die Wendel hergestellt werden. Die abstimmbare Induktivitat weist zur Aufnahme eines Abstimmkernes
eine Aussparung auf. Sie ist ebenfidchig, ohne Vertiefungen und Vorspriinge.
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Anwendungsgebiet der Erfindung

Das Anwendungsgebiet der Erfindung ist ein iduktives Bauelement fiir das
automatische Bestiicken von Leiterplatten in Oberflichenmontagetechnologie,

vorzugsweise fir die HF-Schaltungstechnik bis ca. 10 pH geeignet.

Charakteristik der bekannten technischen Lisungen

Aus der Patentliteratur sind bereits eine Reihe von induktivén Bauele-
menten fiir das automatische Bestiicken von Leiterplatten bekannt. So

werden zum Beispiel in der DE-AS 2617465, der DE-0S 2617555, der US-PS
4064472 und in der GB-PS 2108769 Lisungen Tiir derartige Bauelemente ange-
geben. Das Nachteilige dieser Ldsungen ist, dafll diese Bauelemente in her-
kémmlicher Technologie durch das Bewickeln eines Spulenk&prers mit einem iso-
lierten Draht hergestellt werden. Hinzu kommen noch eine Reihe aufwendiger

Fertigungsschritte zur Herstellung der Kontaktierungen dieser Bauelemente.

Fortschrittlichere Technologien zur Fertigung induktiver Bauelemente wer-—
den in der PS-DE 2253414 sowie in den DE-0S 2330300 und 2701544 angegeben.
Diese Losungen gehen davon aus, daB durch unterschiedliche Verfahren von
metallisierten Spulenkdrpern Leiterziige herausgeltst werden.

Derartige Losungswege werden auch in an&eren Literaturstellen beschrieben.
Die DE-0S 2701544 zeigt ein induktives Bauelement in der bekannten be—
drahteten Bauweise shnlich eines ohmschen Bauelementes. Die

DE-0S 2330300 zeigt allgemeine Kontaktierungsflichen ohne jedoch ein
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geeignetes Bauelement anzugeben. Die genannten moderneren Verfahren
beschreiben die Herstellung fester Induktivititen. Abgleichbare Induktivititen
werden nur in herkémmlicher Art genannt.
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2iel der Erfindung
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Ziel der Erfindung ist ein induktives Bauelement mit ebener Oberfliche,
geeignet fir das automatische Bestiicken von Leiterplatten in SMD-Techno—
logie, welches mit hoher Produktivitit und geringem WerkzeugverschleifB

gef=ertigt werden kann.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein induktives Bauelement zu
sohaffen, welches einen einfachen Aufbau besitzt, ohne Drahtwicklung

und dazugehtrigen Kontaktelementen realisiert wird und sowohl als ab—
gleichbares und nichtabgleichbares Bauelement hergestellt werden kann.

Die Aufgabe wird erfindungsgemiB dadurch geldst, daB ein Kdrper aus

Ferrit, Keramik, Plast oder einem andéren geeigheten Material einen
prismatischen oder runden Querschnitt aufweist, dieser Kérper mit
wendelftrmigen Leiterziigen versehen ist, die am Spulenanfang und -ende iiber
mindestens einen Teil der Seiten— oder Grundflichen in Kontaktflichen iiber—
gehen, die in der gleichen Art und Weise wie die Leiterziige und gemeinsam
mit diesen gefgrtigt werden.

Soll das induktive Bauelement abgleichbar sein, so ist der prismatische
Spulenksrper aus einem Material mit geringer Permeabilitit und weist in

der Lingstachse eine Aussparung zur Aufnahme eines Abstimmkernes auf.

Wie am dem Ausfiihrungsbeispiel gezeigt wird, hat diese Induktivitdt eine
besonders einfache Bauform und eignet sich daher fiir eine vollautomatische
-Fertigung.

4

Ausfithrungsbeispial
>

Die Erfindung wird an nachstehenden 5 Ausfiihrungsbeispielen niher erliutert:

Fig. 1" - zeigt in riumlicher Darstellung eine Ausfihrung des erfindungs-
geméflen Bauelementes; .

Fig. 2\ - zeigt den GrundriB eines Ubertragers mit zwei elektrisch getrenn-—
ten, schematisch dargestellten leitfshigen wendelfsrmigen Schich-

ten aul einem prismatischen Kdrper
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Fig. 3. -~ zeigt eine Induktivitdt mit wendelfdrmiger leitfdhiger Schicht
' auch im Bereich der Kontaktfl&che;
Fig., 4+ - zeigt eine Anzahl induktiver Bauelemente auf einem pfismatischen
tab in Vorderansicht;
Fig..5, - zeigt, von der Stirnseite betrachtet, ein oberflichenmontiertes

induktives Bauelement auf einer Leiterplatte.

In Fig. 1 ist der prinzipielle Aufbau des erfindungsgemiBen Bauelementes
dargestellt; dabei ist ein prismatischer Koérper 1 von wendelférmigen
leitf&higen Schichten 2 umgeben, die an beiden Enden in Kontaktfl&ichen 3
auslaufen und der mit einer Aussparung 9 fiir die Aufnahme eines Abstimm—
kernes‘versehen sein kann, die in der Lingstachse der Induktivitat verliuft.
Fig. 2 zeigt einen Ubertrager mit den Kontaktflichen 3, die seitlich
angeordnet sind und den schematischen Verlauf der leitfghigen Schichten 2.
Dabei ist der prismatische Kérper 1 im GrundriB dargestellt.

Fig. 3 zeigt eine Induktivitdt, bei der die leitfghige Schicht 2 die gesamte
Oberfliche bedeckt und die durch diinne Tremnschnitte wendelformlg gestal-
tet ist. Die Kontaktflichen 3 entstehen dadurch, daB der Anstieg der
wendelfdrmigen Schnitte stark verflacht wird. Bs gilt nun, bei der Kon-
struktion die Abmessungen der Leitrziige 6 auf einer Leiterplatte 7

in Ubereinstimmuné mit den Kontaktfl#ichen 3 der Induktivitit durch
geeignete Wahl des Ansfiegs der wendelfdrmigen Schnitte zu bringen.

Bin Verlsten (KurzschlieBen) der zu den Kontaktflichen 3 benachbarten
Windungen kann so schon allein durch die konstruktive Gestaltung mi
Sicherheit ausgésohlossen werden.

Die Herstellung wird produktiv, weil auBer der Ausfiihrung des wendelfﬁrmigen
Trennschnittes fO (zum Beispiel mit Lasersfrahl) keinerlei Material
fl&chenhaft abgetragen werden muBl und die Geometrie des Trennschnittes
allein durch Vorschubvariation bei der Bearbeitung erreicht wird.

Fig. 4 zeigt eine prismatische Siule 4, auf der in beliebiger Anzahl die
erfindungsgemifien leitfihigen Schichten 2 erzeugt werden und von der

an den Trennstelleh 5 einzelne Induktivititen abgetrennt werden kdnnen.

In Fig. 5 ist ein oberfléchenmontiertes induktives Bauelement als
Ubertrager dargestellt, das mit den ILeiterziigen 6 der Leiterplatte 7

durch einen geeigneten Lot— oder KlebeprozeB durch Lot 8 oder Leltkleber 8

elektrisch verbunden ist.
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Charakteristisbh fiir die erfindungsgemife Losung ist, daB das Bauelement
iiber die gesamte Oberfléche'ebenfléchig ist, d. h. keine Aussparungen |
oder Vorspriinge aufweist. Der.Abstand der leitfdhigen Schicht zu weiteren
Ieiterziigen auf der Leiterplatte wird durch den Lotvorgang Reflow-Loten

(Auféetzen auf Lotpaste) oder einen Leitkleber fixiert.

' GréBere technologische Sicherheit bringt das iibliche Verfahren, die Leiter-

ziige der Leiterplatte oder auch die wendelférmige leitfzhige Schicht der

Induktivitit mit einer Schutzschicht zu versehen (zum Beispiel ILack).
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Patentanspriiche

1. SMD-Induktivit#t, abgleichbar oder nicht abgleichbar, auf einem

runden, prismatischen, oder mit anderem geometrischen Querschnitt

geformten Korper, gekennzeichnet dadurch, dal dieser Korper (1) eben:

ist, auf seiner Oberfléohe-keine'Vorsprﬁnge oder Vertiefungen aufweist und
mit einer leitfdhigen, wendelftrmigen Schicht (2) umgeben ist, und

diese an mindestens zwei Stellen der Grund- oder Seitenflichen als
Kontaktfliche (3) ausgebildet ist.

. SMD-Induktivit&t nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daf diese

aus einem Material niedriger Permiabilit#dt besteht und in der ILingst-
achse der Wicklung eine Aussparung zur Aufnahme eines Abstimmkernes

aufweist. , N

. SMD-Induktivitédt nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daB die

wendelfdrmige leitfshige Schicht (2) unterschiedliche Steigungen aufweist
und im Bereich flacher Steigung als Kontaktfldche (3) geeignet'ist.

. SMD-Induktivitidt nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, dal diese

mindestens zwei parallele elektrisch getrennte wendelfdrmige leitf&hige

Schichten (2) mit seperaten Kontaktflichen (3) aufweist.

. SMD-Induktivitdt nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daﬁ die

leitfshigen Schichten (2) auf einem Korper (1) beliebiger Linge

erzeugt und das einzelne Bauelement vorn diesem abgetrennt Wird.
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